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(54)【発明の名称】 プラズマディスプレイパネルとそれに含まれた保護膜層の形成方法

(57)【要約】
【課題】  外部の影響（例えば、酸素又は水分）による
損傷を防止できるように多層から形成されたシーリング
構造の保護膜を備えたパネルディスプレイと、その装置
の保護膜を形成する方法を提供する。
【解決手段】  本発明のパネルディスプレイは、基板
と、前記基板の上層に形成された有機発光層と、前記有
機発光層を分離するための隔壁と、前記有機発光層の上
に積層された多層保護膜とで構成し、より好ましくは、
前記多層保護膜は下側からフッ素を含有した高分子化合
物で形成された第１保護膜と、シリコン化合物で形成さ
れた第２保護膜と、常温常圧で重合して硬化する化合物
で形成された第３保護膜と、多数層が接着された最上部
の第４保護膜とで構成する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  基板と、
前記基板の上層に形成された有機発光層と、
前記有機発光層を分離するための隔壁と、
前記有機発光層の上部に積層された多層保護膜とから構
成されることを特徴とするディスプレイ。
【請求項２】  前記ディスプレイはシーリング構造のパ
ネルディスプレイであることを特徴とする請求項１記載
のディスプレイ。
【請求項３】  前記多層保護膜は下部からフッ素を含有
した高分子化合物から形成された第１保護膜と、
シリコン化合物から形成された第２保護膜と、
常温常圧で重合して硬化する化合物から形成された第３
保護膜と、
多数層が接着された最上部の第４保護膜とから構成され
ることを特徴とする請求項１記載のディスプレイ。
【請求項４】  前記第１保護膜がポリクロロトリフルオ
ロエチレン、ポリディクロロトリフルオロエチレン、ク
ロロトリフルオロエチレン、ディクロロトリフルオロエ
チレン、前記クロロトリフルオロエチレンとディクロロ
トリフルオロエチレンとの共重合体の中何れか一つから
形成されることを特徴とする請求項３記載の多層保護
膜。
【請求項５】  前記第１保護膜が分子量１，０００［ｇ
ｒａｍ／ｍｏｌｅ］から３００，０００［ｇｒａｍ／ｍ
ｏｌｅ］までの高分子化合物から形成されることを特徴
とする請求項５記載の多層保護膜。
【請求項６】  前記第１保護膜が分子量１，０００［ｇ
ｒａｍ／ｍｏｌｅ］から３，０００［ｇｒａｍ／ｍｏｌ
ｅ］までの高分子化合物から形成されることを特徴とす
る請求項５記載の多層保護膜。
【請求項７】  前記第１保護膜が０．１～１０［μｍ］
程度の厚さで形成されることを特徴とする請求項３記載
の多層保護膜。
【請求項８】  前記第２保護膜が、炭化ケイ素（Ｓｉ
Ｃ）又は酸化ケイ素（ＳｉＯ）又は二酸化ケイ素（Ｓｉ
Ｏ

２
）、Ｓｉ

ｘ
Ｎ
ｙ
、又はＴｉＮ

ｘ
（ＸとＹは自然数）

のうち何れか一つから形成されたり共堆積されることを
特徴とする請求項３記載の多層保護膜。
【請求項９】  前記第２保護膜がＣｓ、ＣａＯ、Ｎａ、
Ｌｉ、Ｍｇ、Ｋのうち何れか一つを１～１０％含むこと
を特徴とする請求項３記載の多層保護膜。
【請求項１０】  前記第３保護膜がエポキシ系の化合物
又はシリコン化合物又はアクリラート系の化合物のうち
何れか一つから形成されることを特徴とする請求項３記
載の多層保護膜。
【請求項１１】  前記第３保護膜が、常温常圧で重合し
て硬化する低揮発性高溶融点を有する化合物から形成さ
れることを特徴とする請求項３記載の多層保護膜。
【請求項１２】  前記第３保護膜が、長いチェーン構造
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を有するアクリラート系の化合物から形成されることを
特徴とする請求項３記載の多層保護膜。
【請求項１３】  前記第３保護膜が、トリメチルプロパ
ントリアクリラート、ディトリメチルオルプロパンテト
ラアクリラート、トリメチルアクリレートのうち何れか
一つから形成されることを特徴とする請求項３記載の多
層保護膜。
【請求項１４】  前記第３保護膜が、完全に透明なる層
を形成するための常温硬化剤タイプのＲＴ－ガラスやシ
リコンシーラントのうち何れか一つから形成されること
を特徴とする請求項３記載の多層保護膜。
【請求項１５】  前記第４保護膜が、ガラスや高分子フ
ィルムが含まれた３層構造から形成されることを特徴と
する請求項３記載の多層保護膜。
【請求項１６】  前記第４保護膜の最上部層が、ポリエ
チレンテレフタレート（ＰＥＴＰ）、ポリメチルメタア
クリレート（ＰＭＭＡ）、フッ素系の高分子化合物のう
ち何れか一つから形成されることを特徴とする請求項３
記載の多層保護膜。
【請求項１７】  前記第４保護膜の最上部層が分子量２
０，０００［ｇｒａｍ／ｍｏｌｅ］から２５０，０００
［ｇｒａｍ／ｍｏｌｅ］までの化合物から形成されるこ
とを特徴とする請求項１６記載の多層保護膜。
【請求項１８】  前記第４保護膜の最上部層が１００～
１０００μｍ厚さのフィルムから形成されることを特徴
とする請求項１６記載の多層保護膜。
【請求項１９】  前記第４保護膜の最上部層が低い溶融
温度のガラスから形成されることを特徴とする請求項１
６記載の多層保護膜。
【請求項２０】  前記最上部層の下部層がプラズマ処理
して形成されることを特徴とする請求項１６記載の多層
保護膜。
【請求項２１】  前記第４保護膜の最下層が、有機物、
金属酸化物、有機－無機混合物、金属化合物のうち何れ
か一つから形成されることを特徴とする請求項３記載の
多層保護膜。
【請求項２２】  前記第１保護膜はＰＶＤ法を用いて有
機物を堆積する段階と、前記堆積させた有機物に紫外線
を照射させる段階とを備えて形成されることを特徴とす
る請求項３記載の多層保護膜。
【請求項２３】  前記有機物はステアリルアクリレー
ト、ラウリルアクリレート、２－フェノキシエチルアク
リレート、イソデシルアクリレート、イソオキチルアク
リレート、イソボニルアクリレート、１，３ブチレング
リコールディアクリレート、１，４－ブタネディオルデ
ィアクリレート、１，６－ヘキサネディオルディアクリ
レート、エトキシルビスペノルＡディアクリレート、プ
ロトキシルネオペンチルグリコールディアクリレート、
トリス（２－ヒドロキシルエチル）イソシアンヌレート
トリアクリレート、トリメチルオールプロパントリアク
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3
リレートの中一つであることを特徴とする請求項２２記
載の多層保護膜。
【請求項２４】  前記第１保護膜はフロリン系ガスと炭
素系化合物を用いたＰＥＣＶＤ方法を用いて高分子薄膜
を成膜して形成されることを特徴とする請求項３記載の
多層保護膜。
【請求項２５】  前記フロリン系ガスは

ＣＦ４
、Ｃ

２
Ｆ

４
、Ｃ

２
Ｆ
５
Ｈ、Ｃ

２
Ｆ
４
Ｈ
２
、ＮＦ

３
の中一つである

ことを特徴とする請求項２４記載の多層保護膜。
【請求項２６】  前記フロリン系ガスによって前記高分
子薄膜はテトロンのような網状構造を有することを特徴
とする請求項２５記載の多層保護膜。
【請求項２７】  前記炭素系化合物はベンゼン、ナフタ
レン、アセチレンの中一つであることを特徴とする請求
項２４記載の多層保護膜。
【請求項２８】  基板と有機発光層と隔壁と多層保護膜
を含むディスプレイの製造方法において、
基板の上に有機発光層と隔壁とを形成させ、その上にフ
ッ素を含有した高分子化合物で最下層の第１保護膜を形
成する第１段階と、
前記第１保護膜の上にシリコン化合物で第２保護膜を形
成する第２段階と、
前記第２保護膜の上に常温常圧で重合して硬化する化合
物で第３保護膜を形成する第３段階と、前記第３保護膜
の上に多数の層が接着された第４保護膜を形成する第４
段階とを有することを特徴とする多層保護膜の形成方
法。
【請求項２９】  前記第１段階は、ＰＶＤ法や、ＣＶＤ
法や、ＰＥＣＶＤ法や、スパッタリング法のうち何れか
を利用して前記第１保護膜が形成されることを特徴とす
る請求項２８記載の多層保護膜の形成方法。
【請求項３０】  前記ＰＶＤ法を用いて、前記フッ素を
含有した高分子化合物を０．１～１０［ｎｍ／ｓ］で堆
積させることを特徴とする請求項２９記載の多層保護膜
の形成方法。
【請求項３１】  前記基板の温度５０～１００℃で前記
高分子化合物を堆積させることを特徴とする請求項３０
記載の多層保護膜の形成方法。
【請求項３２】  前記第２段階は、電子ビーム堆積法を
用いて前記第２保護膜が形成されることを特徴とする請
求項２８記載の多層保護膜の形成方法。
【請求項３３】  前記第２保護膜に水分吸着特性を与え
るために、前記シリコン化合物にセシュム（Ｃｓ）を１
～１０％濃度で共堆積させることを特徴とする請求項３
２記載の多層保護膜の形成方法。
【請求項３４】  前記第３段階は、
常温常圧で重合して硬化する化合物をＰＶＤ法を用いて
堆積させた後、ＵＶで照射硬化させ、前記第３保護膜が
形成されることを特徴とする請求項２８記載の多層保護
膜の形成方法。 *
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*【請求項３５】  前記第３段階は、
常温常圧で重合して硬化するエポキシ系の化合物又はシ
リコン化合物の何れか一方に対して、スピン－コーティ
ング法やスプレー法やＤｒ．ブレード法のうち何れか一
つを用いてコーティングさせ、前記第３保護膜が形成さ
れることを特徴とする請求項２８記載の多層保護膜の形
成方法。
【請求項３６】  前記第４段階は、
有機物や金属酸化物や有機－無機混合物や金属化合物の
うち何れか一つを使用して最下層の第３層が形成され、
前記第３層の上に、前記第３保護膜との接着力を増加さ
せるために、プラズマ処理した第２層が形成され、
ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴＰ）やポリメチル
メタアクリレート（ＰＭＭＡ）やフッ素系の高分子化合
物や低い溶融温度のガラスのうち何れか一つから作られ
たフィルムを第１層に形成させることを特徴とする請求
項２８記載の多層保護膜の形成方法。
【請求項３７】  前記第３層の形成段階で、
前記有機物や金属酸化物や有機－無機混合物や金属化合
物のうち何れか一つをＰＶＤ法やＣＶＤ法やＰＥＣＶＤ
法のうち何れか一つでガス吸着させ、前記第３層を形成
させることを特徴とする請求項３６記載の多層保護膜の
形成方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明はディスプレイ、特
に、有機ＥＬを用いたフラットパネルディスプレイに関
し、また、そのディスプレイに含まれた保護膜の形成方
法に関する。
【０００２】
【従来の技術】一般に、有機発光デバイス（ＯＬＥＤ：
organic light－emitting diode）は大気ガスに非常に
敏感である。従って、ＯＬＥＤが大気ガスに露出される
と寿命が短縮する。特に、パネルディスプレイで有機発
光層（organic EL layer）は大気ガスに露出される場合
に酸化することもある。これは有機発光層が水分や酸素
に活性な特性を有するからである。
【０００３】また、電極（陽極や陰極）も大気ガスに露
出されると酸化する可能性が高い。かかる電極の酸化に
よって有機発光層と電極界面との間に酸化物が形成され
る。その生成された酸化物によってディスプレイに漏れ
やショート現象を引き起こさせる。
【０００４】このような短所のため、有機発光層の効率
を高めるための方案としてＭｇ－Ａｇ及び／又はＡｌ－
Ｌｉが使用されていたが、この場合にもエッジショーテ
ィングやダークスポット、そして、発光面積の収縮が発
生するなどの問題があった。これはＭｇ－ＡｇとＡｌ－
Ｌｉが大気の酸素に更に敏感であるからである。従っ
て、大気中の気体が有機発光層と電極の酸化や変形を起
こさないようにするシーリング構造のデバイスが要求さ
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5
れるようになった。
【０００５】一般に使われるシーリング構造はシリコン
オイル及びレジンを用いる方法やフィルムフォメーショ
ン方法により形成される。シリコンオイル及びレジンを
用いる方法は無機発光デバイスのシーリングに使用され
ていた方法であるがＯＬＥＤにも使用可能である。しか
しながら、この方法をＯＬＥＤに使用する場合に、シリ
コンオイル及びレジンの溶媒が有機発光層と電極の界面
に沈み込み、全体的な発光の特性と効率を低下させると
いう不具合がある。
【０００６】フィルムフォメーション方法はＰＶＤ（ph
ysical vapour deposition）、ＣＶＤ（chemical vapou
r deposition）、ＰＥＣＶＤ（plasma enhanced CVD）
又はスパッタリング法を使用して、薄層の有機発光デバ
イスの外部に保護膜を形成することで、その電気抵抗、
破断強度及び耐水性によって、有機発光層と電極の酸化
や変形を防止する。
【０００７】しかしながら、前記した従来のシーリング
構造は、実際に有機発光デバイスが動作する時、少量の
酸素や水分量（e.g.１ｐｐｍ）にも損傷しやすいという
短所があり、これによってディスプレイの全体的な発光
特性及び効率を低下させる。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】そこで、本発明はかか
る従来の問題点を解決するために成されたもので、外部
の影響（例えば、酸素又は水分）による損傷を防止でき
るように多層から形成されたシーリング構造の保護膜を
備えたパネルディスプレイと、そのディスプレイの保護
膜を形成する方法を提供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】このような目的を達成す
るための本発明によるパネルディスプレイは、基板と、
前記基板の上層として形成された有機発光層と、前記有
機発光層を分離するための隔壁と、前記有機発光層の上
部に積層された多層保護膜とから構成されることを特徴
とする。
【００１０】より好ましくは、前記多層保護膜は下から
フッ素を含有した高分子化合物で形成された第１保護膜
と、シリコン化合物で形成された第２保護膜と、常温常
圧で重合して硬化する化合物で形成された第３保護膜
と、多数層が接着された最上部の第４保護膜とから構成
されている。
【００１１】上記目的を達成するための本発明による保
護膜の形成方法は、基板と有機発光層と隔壁と多層保護
膜を含むディスプレイを製作する方法であって、基板に
有機発光層と隔壁を形成させた後、フッ素を含有した高
分子化合物で最下層の第１保護膜を形成する第１段階
と、前記第１保護膜の上にシリコン化合物で第２保護膜
を形成する第２段階と、前記第２保護膜の上に常温常圧
で重合して硬化する化合物で第３保護膜を形成する第３
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段階と、前記第３保護膜の上に多数の層が接着された第
４保護膜を形成する第４段階とからなることが特徴であ
る。
【００１２】
【発明の実施の形態】以下、本発明の好ましい一実施形
態による構成及び作用を添付の図面に基づいて説明す
る。
【００１３】図１は本発明によるディスプレイの発光体
の構造を示す断面図である。図１を参照すると、本発明
のパネルディスプレイは下部基板１００と、前記基板１
００の上に形成された有機発光層３００と、その有機発
光層３００を分離するための画素分離用の隔壁２００
と、前記有機発光層３００の上に積層された多層保護膜
４００～７００とから構成されている。特に、多層保護
膜４００～７００はスペースのない完全積層として形成
され、第１保護膜４００と第２保護膜５００と第３保護
膜６００と第４保護膜とから構成されている。
【００１４】有機発光層３００は陽極電極と陰極電極と
の間に有機半導体層が形成された構造であって、有機半
導体層は正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送
層、電子注入層が使用用途によって組み合わされた形態
として構成されている。有機発光層３００は、図１に示
すように隔壁２００により分離されている。分離された
それぞれの有機発光層は、マトリックス形態に配置され
るディスプレイ画素のうち一つである。前述のように、
有機発光層３００の上には多層構造の保護膜４００～７
００がスペースがないように完全に積層される。本実施
形態の多層保護膜４００～７００は４層から構成され
る。
【００１５】本実施形態の保護膜４００～７００はＰＶ
Ｄ法、ＣＶＤ法、ＰＥＣＶＤ法、スパッタリング法のい
ずれか一つを用いて形成される。
【００１６】以下、本発明の多層保護膜４００～７００
に対して実施形態を参照したより詳細に説明する。
【００１７】多層保護膜４００は基板側から第１保護膜
４００、第２保護膜５００、第３保護膜６００、そし
て、最上部に第４保護膜７００が構成されている。第１
保護膜４００はフッ素を含有した高分子化合物からなる
層である。使用される高分子化合物としてはポリクロロ
トリフルオロエチレン（Poly－chloro－trifluoro－eth
ylene）やポリディクロロトリフルオロエチレン（Poly
－dichloro－trifluoro－ethylene）がある。また、第
１保護膜４００はクロロトリフルオロエチレン(chloro
－trifluoro－ethylene)やディクロロトリフルオロエチ
レン(dichloro－trifluoro－ethylene)のような高分子
化合物が使用され、クロロトリフルオロエチレンとディ
クロロトリフルオロエチレンとの共重合体が使用され
る。
【００１８】特に、上記並べた高分子化合物の分子量は
１，０００［ｇｒａｍ／ｍｏｌｅ］から３００，０００
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7
［ｇｒａｍ／ｍｏｌｅ］までの範囲で使用される。本実
施形態では、より好ましくは１，０００［ｇｒａｍ／ｍ
ｏｌｅ］から３，０００［ｇｒａｍ／ｍｏｌｅ］まで分
子量の高分子化合物が使用される。また、ＰＶＤ方法で
有機物を堆積させた後、ＵＶ－光照射によって成膜が可
能であり、この際に使用可能な物質としてはステアリル
アクリレート（stearyl acrylate）、ラウリルアクリレ
ート(lauryl acrylate)、２－フェノキシエチルアクリ
レート(2－phenoxyethyl acrylate)、イソデシルアクリ
レート(isodecyl acrylate)、イソオキチルアクリレー
ト(isooctyl acrylate)、イソボニルアクリレート(iso 
bornyl acrylate)、１，３ブチレングリコールディアク
リレート(1,3－butylene glycol diacrylate)、１，４
－ブタネディオルディアクリレート(1,4－butanediol d
iacrylate)、１，６－ヘキサネディオルディアクリレー
ト(1,6－hexanediol diacrylate)、エトキシルビスペノ
ルＡディアクリレート(ethoxylated bisphenol A diacr
ylate)、プロトキシルネオペンチルグリコールディアク
リレート(propoxylated neophentyl glycol diacrylat
e)、トリス（２－ヒドロキシルエチル）イソシアンヌレ
ートトリアクリレート(tris(2－hydroxylethyl)isocyan
nurate triacrylate)、トリメチルオールプロパントリ
アクリレート(trimethylolpropane triacrylate)が使用
される。
【００１９】また、ＰＥＣＶＤを使用して高分子薄膜を
成膜することが可能である。この場合に使用され得る物
質としては、反応ガスとしてＣＦ

４
、Ｃ

２
Ｆ
４
、Ｃ

２
Ｆ

５
Ｈ、Ｃ

２
Ｆ
４
Ｈ
２
、ＮＦ

３
のようなフロリン(florin

e)系ガスを、炭素系化合物としてベンゼン(benzen）、
ナフタレン(naphthalene)、アセチレン (acetylene)を
使用することができる。フロリン系を使用する場合、テ
トロンのようなフロリン系の網状構造の薄膜が得られ、
前記ガスの中Ｃ

２
Ｆ

４
とＣ

２
Ｆ
４
Ｈ
２
を使用することが

好ましい。
【００２０】また、第１保護膜４００の厚さは０．１～
１０［μｍ］程度である。もし、ＰＶＤ法が使用される
場合であれば、高分子化合物を０．１～１０［ｎｍ／
ｓ］で堆積させる。ところで、第１保護膜４００を形成
する時、堆積速度が速いと表面組織が荒くなる。従っ
て、グレーンサイズを１μｍ以下に成長させる。そのた
め、基板１００の温度が５０～１００℃の範囲となるよ
うにして堆積させる。
【００２１】第２保護膜５００はシリコン化合物からな
る層である。使用されるシリコン化合物としては炭化ケ
イ素（ＳｉＣ）、酸化ケイ素（ＳｉＯ）、二酸化ケイ素
（ＳｉＯ

２
）、そして、Ｓｉ

ｘ
Ｎ
ｙ
（ＸとＹは自然数）

などがある。最も好ましくは二酸化ケイ素（ＳｉＯ
２
）

やＳｉ
ｘ
Ｎ
ｙ
である。かかるシリコン化合物は電子ビー

ム堆積法、又はＰＥＣＶＤ法により堆積される。特に、
第２保護膜５００に水分吸着特性を与えるために、本実

8
施形態では前記したシリコン化合物にＣｓ、ＣａＯ、Ｎ
ａ、Ｌｉ、Ｍｇ、Ｋのうち何れか一つを１～１０％濃度
で共堆積する。また、第３保護膜と接する第２保護膜の
最上層には剥がれ防止のためにＳｉ

ｘ
Ｎ
ｙ
又はＴｉＮ

ｘ

薄膜を堆積する。
【００２２】第３保護膜６００は常温常圧で重合して硬
化するエポキシ系の化合物やシリコン化合物やアクリレ
ート系の化合物から形成された層である。第３保護膜６
００は第１保護膜４００と第２保護膜５００のストレス
を減らすための層であり、機械的な特性及び保護膜特性
を有するフィルムを接着するための層であって、硬化剤
が加えられる。使用されるエポキシ系の化合物は光硬化
形態の物質として、低揮発性と高溶融点を有する化合物
が使用される。
【００２３】第３保護膜６００にはトリメチルプロパン
トリアクリラート（trimethyl propane triacrylate）
や、ディトリメチルオールプロパンテトラアクリレート
(ditrimethylolpropane tetraacrylate)やトリメチルア
クリレート(trimethylacrylate)や、１．６－ヘキサネ
ディオルディアクリレート、１．６－ヘキサネディオル
ディメタクリレートのような長いチェーン構造のアクリ
レートが使用される。前記したエポキシ系の化合物はＰ
ＶＤ法により堆積させた後、ＵＶで照射硬化させる方法
でコーティングされ、半透明の特性を有する。その他に
もエポキシ系の化合物はスピン－コーティング法やスプ
レー法やＤｒ．ブレード法によりコーティングされる。
【００２４】前記したエポキシ系の化合物を使用すると
半透明の特性を備えるが、シリコン化合物を第３保護膜
６００に使用すると完全に透明な特性を有する。使用さ
れるシリコン化合物は完全な透明層を形成するためのも
ので、常温硬化剤タイプのＲＴ－ガラスやシリコンシー
ラントがある。
【００２５】かかるシリコン化合物の密封剤は透過率が
非常に高くて、トップ－エミション方式のシーリング構
造にも適用される。前記したシリコン化合物のシーリン
グはスプレー法やスピン－コーティング法やＤｒ．ブレ
ード法により形成される。
【００２６】最後に、第４保護膜７００は多数の層が接
着されて形成される。第４保護膜７００は大気ガスの透
過を防ぐために形成され、また、保護膜が機械的な特性
を有するようにするために形成される。このようなガス
透過抑制及び機械的特性を与えるために第４保護膜７０
０はガラスや高分子フィルムから形成される。
【００２７】図２は本実施形態のディスプレイ用の第４
保護膜の構造を示す詳細図である。第４保護膜７００は
ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴＰ）やポリメチル
メタアクリレート（ＰＭＭＡ）やフッ素系の高分子化合
物が使用される第１層７００ａと、プラズマ処理される
第２層７００ｂと、最下部に有機物層が作られる第３層
７００ｃとから構成される。その他に第３層７００ｃは
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有機物層だけでなく、金属酸化物層や有機－無機混合物
層や金属化合物層を形成して構成されることもあり、そ
れによって第３保護膜６００を形成する密封剤と接着さ
れる。
【００２８】前記第４保護膜７００の第１層７００ａを
形成するために使用されるポリエチレンテレフタレート
（ＰＥＴＰ）やポリメチルメタアクリレート（ＰＭＭ
Ａ）やフッ素系の高分子化合物は分子量が２０，０００
［ｇｒａｍ／ｍｏｌｅ］から２５０，０００［ｇｒａｍ
／ｍｏｌｅ］までの範囲で使用される。そして、第１層
７００ａに形成されたフィルムの厚さは１００～１００
０μｍとなる。
【００２９】本実施形態では別途の例として、前記第１
層７００ａの形成のために低い溶融温度のガラスが使用
される。第４保護膜７００の第２層７００ｂはプラズマ
処理を通じて酸化的な特性を与えることにより、第３保
護膜６００を形成する密封剤と第４保護膜７００とが接
着する時（より詳細には第４保護膜の第３層が接着する
時）、その接着力を増加させる役割を果たす。
【００３０】第４保護膜７００の第３層７００ｃを形成
する有機物層や金属酸化物層や有機－無機混合物層や金
属化合物層は、ＰＶＤ法やＣＶＤ法やＰＥＣＶＤ法を通
じてガスを吸着させる方法により作られる。この際に使
用される物質はそれぞれ有機物や金属酸化物や有機－無
機混合物や金属化合物である。
【００３１】図３は本発明のディスプレイに備えられる
保護膜の構造を示す例で、上記で言及した多層保護膜の
形成例を示すものである。図３(ａ）は第１実施形態に
よる保護膜の構造を示す図であって、第１保護膜４００
にポリクロロトリフルオロエチレンが使用され、第２保
護膜５００に炭化ケイ素（ＳｉＣ）が使用され、第３保
護膜６００にエポキシ系の化合物のトリメチルプロパン
トリアクリレートが使用され、第４保護膜７００で第１
層７００ａにポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴＰ）
が使用され、第３層７００ｃは有機物が使用された有機
物層が形成された場合である。そして、第４保護膜７０
０の第２層７００ｂはプラズマ処理された層である。
【００３２】図３（ｂ）は第２実施形態による保護膜の
構造を示す図であって、第１保護膜４００としてポリデ
ィクロロトリフルオロエチレンが使用され、第２保護膜
５００として酸化ケイ素（ＳｉＯ）が使用され、第３保
護膜６００としてエポキシ系の化合物のディトリメチル
オールプロパンテトラアクリレートが使用され、第４保
護膜７００で第１層７００ａとしてポリメチルメタアク
リレート（ＰＭＭＡ）が使用され、第３層７００ｃは金
属酸化物が使用された金属酸化物層が形成された場合で
ある。そして、第４保護膜７００の第２層７００ｂはプ
ラズマ処理された層である。
【００３３】図３(ｃ）は第３実施形態による保護膜構
造を示す図であって、第１保護膜４００としてクロロト*
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*リフルオロエチレンが使用され、第２保護膜５００とし
て二酸化ケイ素（ＳｉＯ

２
）が使用され、第３保護膜６

００としてトリメチルアクリレートが使用され、第４保
護膜７００で第１層７００ａとしてフッ素系の高分子化
合物が使用され、第３層７００ｃは有機－無機混合物が
使用された有機－無機混合物層が形成された場合であ
る。そして、第４保護膜７００の第２層７００ｂはプラ
ズマ処理された層である。
【００３４】図３(ｄ）は第４実施形態による保護膜の
構造を示す図面であって、第１保護膜４００としてディ
クロロトリフルオロエチレンが使用され、第２保護膜５
００としてＳｉ

ｘ
Ｎ
ｙ
（ＸとＹは自然数）が使用され、

第３保護膜６００として常温硬化剤タイプのＲＴ－ガラ
スが使用され、第４保護膜７００で第１層７００ａとし
てフッ素系の高分子化合物が使用され、第３層７００ｃ
は金属化合物を使用した金属化合物層が形成された場合
である。そして、第４保護膜７００の第２層７００ｂは
プラズマ処理された層である。
【００３５】図３(ｅ)は第５実施形態による保護膜の構
造を示す図面であって、第１保護膜４００としてクロロ
トリフルオロエチレンとクロロトリフルオロエチレンと
の共重合体が使用され、第２保護膜５００として二酸化
ケイ素（ＳｉＯ

２
）と１～１０％濃度のセシウム（Ｃ

ｓ）が共に使用され、第３保護膜６００としてシリコン
シーラントが使用され、第４保護膜７００で第１層７０
０ａに低い溶融温度のガラスが使用され、第３層７００
ｃは金属化合物層が形成された場合である。そして、第
４保護膜７００の第２層７００ｂはプラズマ処理された
層である。
【００３６】
【発明の効果】以上で説明した本発明によれば次のよう
な効果がある。まず、積層式で形成された保護膜が外部
の影響（例え、水分や酸素のような大気気体の透過）を
遮断する。即ち、その保護膜がスペースのない完全な積
層であるため、酸素や水分の透過が著しく減少するとい
う長所がある。それによってディスプレイの全体的な発
光特性及び効率を向上させることができる。そして、既
存のシーリング構造に比べてデバイスの安定性をより長
時間維持することができる。また、本発明のようにディ
スプレイを実現すると光透過率が良くなるので、トップ
エミション方式のシーリング構造にも適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明によるディスプレイの発光体構造を示
す断面図。
【図２】  本発明のディスプレイに備えられる保護膜の
一部構造を示す詳細図。
【図３ａ】  本発明のディスプレイの第１発明による保
護膜の構造を示す図面。
【図３ｂ】  本発明のディスプレイの第２発明による保
護膜の構造を示す図面。
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【図３ｃ】  本発明のディスプレイの第３発明による保
護膜の構造を示す図面。
【図３ｄ】  本発明のディスプレイの第４発明による保
護膜の構造を示す図面。
【図３ｅ】  本発明のディスプレイの第５発明による保*
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*護膜の構造を示す図面。
【符号の説明】
１００：下部基板、２００：隔壁、３００：有機発光
層、４００～７００：保護層

【図１】

【図２】

【図３ａ】

【図３ｂ】
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